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企业简介

芯联成成立于2016年，是国内首屈一指的集成电路竞争力分析服务供应商，致力于为客户提供

软件开发、电路分析、芯片工艺分析、专利侵权分析等一系列高技术服务。核心创始团队在EDA行

业平均深耕18年以上，多年来公司围绕集成电路行业上游产业——集成电路分析与设计协同优化进

行技术和产品的战略布局。作为研发主导型企业，芯联成致力于突破实现EDA工具在自动化和人工

智能化方面的技术，由点及面布局战略研发方向，推动“AI+EDA”加速开发，通过不断完善和提

升EDA工具的性能，实现国产EDA软件工具高度自动化和精准化。

拥有专业的芯片分析实验室，
能为多种工艺制程的芯片提供
解剖分析服务

自主研发的EDA软件，提供自
动化的电路分析功能

深度解析市场成熟产品，帮助客户
攻克核心技术难题，减少市场进入
壁垒，实现更好的产品兼容度

通过成本分析了解新产品的研发
成本，降低研发风险
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企业资质

国家高新技术企业

江苏省民营科技企业

江苏省双软企业

江苏省专精特新软件企业培育入库企业

苏州工业园区“科技领军”人才企业

苏州市企业工程技术研究中心

苏州市企业技术中心

苏州市上市苗圃企业

苏州市瞪羚企业

质量管理体系认证ISO9001

……

“



l 申请专利 13  个，申请发明专利10 个（授权4个），实用新型专利3 个（授权3个）

l 申请软著22 个

l 申请商标 7 个，其中国际商标 1 个

l 发表行业期刊 1  篇

知识产权及技术储备 



企业优势

区别于市场上只做IP或IC业务，基于自研的BunnyGS® 平台，
芯联成可为客户提供超大规模集成电（VLSI）分析，同时基
于庞大的数据库，为客户提供丰富、可靠的软件产品及服务。
以及基于EDA平台提供IC设计等多样化协同服务。未来还可
提供丰富的技术咨讯、展会服务，打造技术、咨讯综合生态
平台，增强客户粘性。

公司自主研发的集成电路竞争力分析EDA软件，拥有高度
完备的功能系统，并采用人工智能算法及图像处理、云计
算等关键核心技术，具备行业前沿的电路分析和处理能力。
最大可处理千万门级集成电路，最高能分析处理5nm的
高阶制程工艺，其效率和精度全面达到行业技术领先水平。

作为研发型企业，芯联成专注于软件产品开发和技术服务
所需要的创新，定期进行EDA软件的更新迭代，致力于提
高软件效率和准确率。公司注重研发团队和研发环境的建
设，保持研发费用每年15%以上的增长投入，用于研发人
才培养和先进设备配置，持续增强行业竞争力。

基于多年的技术及项目经验积累，芯联成已完成超过4000个
芯片竞争力分析项目，包括：ADC/DAC系列芯片、MCU系
列芯片、各类传感器、5G射频前端SoC芯片等各市场领域的
应用芯片。目前合作的国内外客户有900余家，国内主要客户
包括：中电集团、航天集团、国家电网等；海外主要客户包
括：Intel、ADI、Realtek、NXP等。
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依托自主研发的集成电路竞争力分析EDA软件，

通过高度完备的功能系统，运用人工智能算法及图像处理、云计算等关键核心技术，

为IC 设计企业、科研院所、集成电路系统厂商、司法鉴定机构等客户，

提供包括软件开发、芯片工艺分析、电路分析、专利侵权分析和IC设计服务等解决方案，

解决因工具、技术、知识产权意识缺乏，半导体行业在国产化替代的进程中，面临的技术封锁、研发周期过长、研发成

本及风险高、知识产权纠纷等发展关键期被动受制的问题。

BunnyGS®系统

致力于打造国内领先的技术咨询及知识产权分析供应商

效率和精度全面达
到行业领先水平

海量解决
方案库

高集成度
软件系统

AI算法加速



专业设备设施 - 超净间实验室

Laboratory
2019年

建成超净间实验室

芯联成成为行业内第一个拥有无尘
室的电路分析公司

公司成立以来不间断为研究实验室购置高端

研究设备，营造良好科研生态环境

• RIE/IBE刻蚀

• SEM/OM显微图像采集

• CMP化学机械研磨

• 特殊工艺剖层

• 多类型芯片染色



汽车电子

存储设备

l 如DRAM、3D NAND
l 工艺节点：10nm

l 如GPU、FPGA、
DSP、ASIC芯片

l 工艺节点：28nm

物联网

l 如MCU、SOC类芯片
l 工艺节点：7nm

无线通信

l 如Wireless R/F
l 工艺节点：7nm

航空航天

l 如RF、传感器类芯片
l 工艺节点：28nm

5G移动设备

l 如华为麒麟9000 
5nm 5G SoC

l 工艺节点：5nm

医疗设备

l 如MCU/FPGA芯片
l 工艺节点：28nm

产业链下游旺盛的消费需求拉动上游研发，近年来随着汽车电子、IoT物联网、人工智能等新兴领域的崛起不断推动上游IC设计公司以及设备

制造商，加速研发高性能CPU、GPU、MCU以及各类SoC芯片。基于市场需求，公司解决方案覆盖多领域，可提供5nm的高阶制程工艺分析服务。

行业经验丰富，可提供多领域的定制化集成电路分析解决方案



感谢观看！

苏州芯联成软件有限公司


